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TASSA-Vocabulary-0095t 
英用語：angle lapping 
和用語：斜め研磨 
定 義：元の表面に対して，ある角度で機械的に研

磨する試料調製法．  

解 説：試料表面を斜めに研磨することで，試料の

内部構造を拡大して露出させる試料前処

理手法である．斜め研磨により作製した面

を線分析や面分析することで，試料の深さ

プロファイルが得られる．図 1 に示すよう

に，試料表面と研磨面の角度 𝜃 が小さいほ

ど，試料の断面は拡大される．拡大率は 
1 sin 𝜃⁄  であり，𝜃 が 1°の場合，約 57 倍に拡

大される． 
 斜め研磨面を線分析して行う深さ方向分析

の分析領域は，一次ビームの走査可能な領

域に依存するため，1 μm 以上の厚い層の分

析が可能である．また，イオンスパッタリングを

用いて行う深さ方向分析のようなイオン照射

による試料損傷が発生しないことから，深い層

での深さ分解能が低下しないといった特長が

ある． 
 機械研磨により試料が変質や損傷する可能

性がある．研磨角度を低角度で一定にするた

めに，試料はできる限り平坦で均一であること

が望ましい． 

 
 

 

 
図 1 斜め研磨した試料断面 
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TASSA-Vocabulary-0096t 
英用語：ball cratering 
和用語：ボールクレータ法 

定 義：クレータ内の横方向での位置を深さに対

応させるため，球体を使用して試料表面下

層の組成変化を露出させる研削操作． 

解 説：回転する球（ボール）を試料に押し当て研

磨することで，試料表面に球状の穴（ク

レータ）を形成し試料断面を拡大して露出

させる方法である（図 1）．ボールには研磨

材（ダイヤモンドペーストなど）を塗布す

る．球の曲率半径が分析対象の膜厚よりも

大きい場合に適用できる． 
 表面に膜が存在する試料をボール研磨

した場合に得られるボールクレータの模

式図を図 2 に示す．膜の厚さ 𝑧 は式(1)に
より計算できる． 
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 ボールクレータ法と顕微鏡による距離

計測を組み合わせた膜厚計測方法が ISO規

格に定められており，この規格に準じた装

置が市販されている．こうした装置を用い

てボールクレータ法を実施できる． 
 斜め研磨のような断面作製法は試料全

体を破壊するが，ボールクレータ法は試料

表面を局所的に（直径約 1 mm）破壊するだ

けでよい．樹脂包埋や断面作製が不要であ

るため，前処理にかかる時間が短くて済む．

上述の装置を利用すればあまり熟練を必

要としないなどの長所がある． 
 

 
図 1 ボールクレータ法の模式図 

(color online) 

 

：膜の厚さ 
：ボールの半径 
：クレータの直径 
：クレータ表面から計測した膜の幅（長さ） 

 
 図 2 表面に膜が存在する試料のボールク

レータ模式図，（上）ボールクレータの断

面，（下）ボールクレータの表面 
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TASSA-Vocabulary-0097t 
英用語：radial sectioning 
和用語：径方向切り出し法 
定 義：試料の表面に存在する層の深さを，円筒に

よって作られる試料の表面の位置に関連させ

ることによって，元の試料の表面の下層に見

られる組成変化を露出するため，試料を円筒

によって研磨する試料調製法． 
解 説：回転する円筒を試料に押し当て研磨すること

で，試料表面に溝状のクレータを形成し試料

断面を拡大して露出させる方法である（図 1）．

ボール研磨で用いるボールを円筒に置き換

えた手法である．ボール研磨よりも広範囲を

露出させることが可能である． 
 表面に膜が存在する試料を径方向切り

出し法により研磨した場合に得られるク

レータの模式図を図 2 に示す．膜の厚さ 𝑧  
は式(1)により計算できる． 
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図 1 径方向切り出し法の模式図 
(color online) 

 

 
：膜の厚さ 
：円筒の半径 
：クレータの直径 
：クレータ表面から計測した膜の幅（長さ） 

 
図 2 表面に膜が存在する試料の径方向切

り出し法模式図，（上）径方向切り出し法の

断面，（下）径方向切り出し法の表面 
 
備 考：ボールクレータ法を参照． 
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